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Abstract (en)
[origin: WO8302253A1] The thermal bonding characteristics of a polyvinyl chloride series resin composition is altered by the incorporation of
measured amounts of silicone and, preferably, coated calcium carbonate. This alteration of the resin composition permits the formation of a thermal
bond (45) between the resin composition (46) and a compatible material (28), which bond is selectively breakable in response to the application
of force which does not cause permanent deformation of the materials, regardless of repeated or prolonged heat exposure. The method is ideally
suited for forming frangible connections (45) in medical product implements (10) which must undergo sterilization by autoclaving.

Abstract (fr)
Les caractéristiques de liaison thermique d'une composition de résine de série de chlorure de polyvinyle sont modifiées par l'adjonction de quantités
mesurées de silicone et, de préférence, de carbonate de calcium revêtu. Cette modification de la composition de la résine permet la formation
d'un lien thermique (45) entre la composition de résine (46) et un matériau compatible (28), cette liaison étant cassable de manière sélective par
l'application d'une force qui ne provoque pas une déformation permanente des matériaux, indépendamment de l'exposition répétée ou prolongée à
la chaleur. Ce procédé convient idéalement à la formation de connexions cassables (45) dans des instruments médicaux (10) que l'on doit pouvoir
stériliser par auto-clavage.
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